esp@cenet document view 



Page 1 of 1 



Contactless chip card manufacturing method 



Patent number: 
Publication date: 
Inventor: 
Applicant: 
Classification: 
- international: 



- european: 

Application number: 
Priority number(s): 



DE1 9747388 
1999-05-12 

GOEBEL BERND (DE) 

MEINEN ZIEGEL & CO GMBH (DE) 

G06K19/077; H01L21/60; H01L21/66; H01L23/498; 
H05K3/32; H05K1/02; H05K1/18; H05K3/28; 
G06K1 9/077; H01L21/02; H01L21/66; H01L23/48; 
H05K3/32; H05K1/02; H05K1/18; H05K3/28; (IPC1-7): 
G06K1 9/077; H01L21/70 

G06K1 9/077; H01L21/60D; H01L21/66M2; 
H01L23/498K; H05K3/32B 

DE1 9971 047388 19971027 

DE19971047388 19971027 



Report a data error here 



Abstract of DE1 9747388 

The manufacturing method has a conductive adhesive (9) applied via a dosing device to the surface of 
an antenna contact surface (20) incorporated in the card body, for securing a chip module contact 
surface, the height of the applied conductive adhesive measured via an electrode (35) displaced 
perpendicular to the chip card surface, with a voltage applied across the antenna contact surface and 
the measuring electrode, for providing a voltage discharge in the gas-filled space between the 
measuring electrode and the deposited conductive adhesive. An Independent claim for a device for a 
manufacture of chip cards is also provided. 
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Abstract of W09921131 

According to the inventive method for producing 
chip cards, especially contactless chip cards, at 
least one first contact surface (20) of a first 
component, namely of the chip module or similar 
must be connected to a second contact surface 
of a second component provided in the card body 
(1 0), for example of the antenna, by means of a 
conductive material (9), especially a conductive 
adhesive (9) or similar. The conductive adhesive 
is applied to the second contact area with a 
metering device. According to the invention, the 
quantity or height of material applied can be 
determined by positioning a measuring electrode 
(35) is essentially vertically to the card body, 
above the electroconductive material which has 
been applied. An electric voltage is then applied 
between the second contact surface with the 
applied electroconductive material, and the 
measuring electrode, the measuring electrode is 
moved towards the applied material and the 
height of the measuring electrode above the card 
body is then determined for measuring the height 
of the material applied when there is a discharge 
of the electrical voltage in the gas-filled space 
between the measuring electrode and the 
electroconductive material. In this way, the 
measurement can be carried out simply and 
accurately without contact. 
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® Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung von Chipkarten 

(fj) Bei der Herstellung von Chipkarten, insbesondere kon- 
taktlosen Chipkarten, muB mindestens eine erste Kon- 
taktflache eines ersten Bauteils, namlich des Chipmoduls 
oder dergleichen mit einer zweiten Kontaktflache eines im 
Kartenkorper vorgesehenen. zweiten Bauteils, zum Bei- 
spiel der Antenne, uber eine leitfahige Masse, insbeson- 
dere einen Leitklebstoff oder dergleichen verbunden wer- 
den. Der Leitklebstoff wird mit einer Dosiereinrichtung 
auf die zweite Kontaktflache aufgetragen. Um die Auf- 
tragsmenge bzw. die Auftragshohe zu bestimmen,. wird 
yorgeschlagen, eine Meftelektrode im wesentlichen senk- 
recht zum Kartenkorper uber der aufgetragenen elek- 
trisch leitfahigen Masse zu positionieren, eine elektrische 
Spannung zwischen die zweite Kontaktflache mit der auf- : 
getragenen elektrisch leitfahigen Masse und die MeBelek- 
trode zu legen,.die MefSelektrode in Richtung auf die auf- 
getragene Masse zu bewegen und die Hone der Mefcelek- 
trode uber dem Kartenkorper dannzur Messung.der Auf- 

^ tragshohe zu bestimmen, wenn eine Entladung der elek- 
. trischen Spannung im Gasraum zwischen der Mefcelek- 

vJ trode und der elektrisch leitfahigen Masse stattfindet. Da- 

*q durch ist mit hoher Prazision eine beruhrungslose Mes- 

qq sung in einfacher Weise moglich. 

CO 
LU 

a 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren so wie ein Vorrich- 
tung zur Herstellung von Chipkarten. 

Es sind verschiedene HD-Karten bekannt, bei welchen 5 
Kontaktflachen eines Halbleiterchipmoduls mit Kontaktfla- 
chen verbunden werden miissen, die zu einem zweiten Bau- 
teil gehoren, das im Korper der Karte bereits eingebaut ist. 
Ein solches zweites Bauteil kann zumBeispiel eine Antenne 
fur eine kontaktlose Chipkarte sein. Eine derartige Anord- 10 
nung ist beispielsweise in der DE 195 00 925 Al beschrie- 
ben. Die Verbindung der Kontaktflachen kann hierbei durch 
verschiedene leitfahige Massen, so zum Beispiel durch ei- 
nen Leitklebstoff oder dergleichen erfolgen, der mittels ei- 
ner Dosiereinrichtung auf die Kontaktflachen des im Kar- 15 
tenkorper eingebauten Bauteils aufgetragen wird. Ein ein- 
wandfreier Einbau des Chipmoduls in den Kartenkorper un- 
ter Sicherstellung eines einwandfreien Kontaktes der Kon- 
taktflachen zueiriander ist nur dann gewanrleistet, wenn die 
leitfahige Masse bzw. der Leitklebstoff in korrekter Menge 20 
aufgetragen wurde, so daB die Erhebung, welche durch die 
leitfahige Masse gebildet wird, immer etwa gleich hoch (re- • 
lativ zur Montageflache) ist. Es ist leicht vorstellbar, daB 
eine zu groBe Menge an leitfahiger Masse ebenso zu fehler- 
haften Kontakten bzw. einem fehlerhaften Montageergebnis 25 
des Chipmoduls in der Karte fuhrt wie eine zu geringe Be- 
messung. 

In der DE 42 29 639 CI sind ein Verfahren und eine Vor- 
richtung zur Herstellung von EC-Karten beschrieben. Dabei 
wird ein Mikrochip in eine Kunststoffkarte eihgeklebt. Als 30 
KlebstofF wird ein Reaktionsfliissigkleber verwendet. Vor- 
bestimmte Einzelmengen des. Reaktionsflussigklebers wer- 
den mittels einer Kaniile als Klebepunkte auf die Kunststoff- 
karte oder den Mikrochip aufgetragen. Danach wird der Mi- 
krochip auf die Klebepunkte aufgesetzt. Das' abzugebende 35 
Klebstoffvolumen wird bei geringen Einzelmengen durch 
drei EinstellgroBen bestimmt. Diese sind der Druck, mit 
welchem der Klebstoff in der Kaniile beaufschlagt wird, die 
Zeitdauer, in welcher der Kaniile Klebstoff zugefuhrt wird, 
und die Hohe des Kaniilenendes iiber der Auf tragsfl ache. 40 
Wenn eine sehr geringe Klebstoffmenge abgegeben werden 
soil, wird das Kaniilenende sehr nahe an die Auftragsflache 
herangefuhrt. Wenn der Klebstoff nun beginnt, iiber das Ka- 
niilenende hervorzutreten, findet sehr schnell ein Kontakt 
zur Klebeflache statt. Aufgrund der niedrigen Viskositat des 45 
Klebstoff es verteilt sich dieser sehr schnell iiber einen Ober- 
flachenbereich der Klebeflache, so daB bei einer Unterbre- 
chung der Klebstoff zufuhr bereits eine deflnierte Klebstoff- 
menge auf der Klebeflache haftet. Wenn eine grbBere Kleb- 
stoffmenge abgegeben werden soli, wird ein entsprechend 50 
grbBerer Abstand zwischen dem Kaniilenende und der Kle- 
beflache gewahlt. Dadurch wird ein Eintauchen der Kaniile 
in den Klebstoff verhindert. Eine derartige Verschmutzung 
wurde die Genauigkeit. nachfoigender Klebevorgange ver- 
ringern. Die Hohenbestimmung erfolgt. ent.weder durch 55 
Messung oder Kalibrierung einer Positionseinrichtung mit 
daran montierter Kaniile. Die Kalibrierung fur eine Vielzahl 
EC-Karten hat den Nachteil, daB die Kunststoffkarten iden- 
tisch ausgebildet. sein miissen und nacheinander jeweils an 
exakt.derselben Slelle positioniert werden miissen. Ein kon- 60 
kretes Verfahren zur Messung der Kaniilenhohe ist in der 
DE 42 29 639 CI nicht. genannt. 

Nachdem es insbesondere auf die Hohe der durch die lei i- 
fahige Masse gebildet en Erhebung relativ zum Kartenkorper 
(bzw. der clort gebildelen Montageflache fur das Chipmodul) 65 
arikommi, wurclc versuchl., cliese Hohe opt.isch zu besi.i ru- 
men. Aufgrund der. RcNexionseigenschafren und variiercn- 
dcn Fonucn der Erhebungen sind solche optischen Mcssun-. 



gen nicht praktikabel.. Weiterhin sind rein mechanische Ab- 
tastmessungen nicht moglich, da wanrend der Hohenmes- 
sung die leitfahige Masse noch verformbarist und insbeson- 
dere an einem Taststift anhaftet. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
und eine Vorrichtung zur Herstellung von Chipkarten dahin- 
gehend aufzuzeigen, daB ein korrekter Zusammenbau von 
Chipmodul und Chipkarte sichergestellt wird. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren, bei welchem 
mindestens eine erste Kontaktflache eines ersten Bauteils 
wie Chipmodul oder dergleichen mit mindestens einer zwei- 
ten Kontaktflache eines in einem Kartenkorper vorgesehe- 
nen zweiten Bauteils wie Antenne oder dergleichen iiber 
eine leitfahige Masse wie Leitklebstoff oder dergleichen 
verbunden wird, die mittels einer Dosiereinrichtung auf die 
zweite Kontaktflache aufgetragen wird, dadurch gelost, daB 
eine MeBelektrode im wesentlichen senkrecht zum Karten- 
korper iiber der aufgetragenen Masse positioniert wird, eine 
elektrische Spannung zwischen die zweite Kontaktflache 
mit der aufgetragenen leitfahigen Masse und die MeBelek- 
trode gelegt wird, die.Mefielektrode in Richtung auf die auf- 
getragene leitfahige Masse bewegt wird, und daB die Hohe 
der MeBelektrode iiber dem Kartenkorper dann zur Messung 
einer Hohe r elativ zum Kartenkorper bestimmt wird, wenn 
eine Entladung der elektrischen Spannung im Gasraum zwi- 
schen der MeBelektrode und der leitfahigen Masse stattfin- 
det. Dieses Verfahren ist trotz seiner Einfachheit erstaunlich 
prazise und liefert erheblich kraftigere Signale, als sie bei- 
spielsweise bei einer kapazidven Entfemungsmessung zu 
finden sind. Nachdem die elektrisch leitfahige Masse unter 
konstanten Bedingungen mittels eines Auf tragssys terns auf- 
getragen wird, sind im wesendichen konstante Oberflachen- 
formen der aufgetragenen Masse zu beobachten. Dies be- 
deutet, daB der einzige Parameter, der das MeBergebnis yer- 
falschen konnte, in Schwankungen der Ionisierbarkeit des 
umgebenden Gases zu suchen ist. Da man aber im allgemei- 
nen derartige Kartenproduktionen in klimatisierten Raumen 
mit relativ konstanter Temperatur und Luftfeuchtigkeit 
durchfuhrt,.. spielen diese Schwankungen nur eine geringe 
Rolle, so daB das erzielbare MeBergebnis hinreichend genau 
ist, wenn man mit Luft als umgebendem Gas fur die Enda- 
dung arbeitet. 

Man kann nun eine Gleichspannung oder eine hochfre- 
quente Wechselspannung verwenden, die eine leichtere Io- 
nisierung der Luft mit sich bringt. Vorzugsweise wird aber 
als elektrische Spannung eine Wechselspannung niedrigerer 
Frequenz (20-30 kHz) verwendet, deren Amplitude den 
Genauigkeitsanforderungen entsprechend reladv niedrig ge- 
wahlt wird, so daB eine Entladung erst bei einer relativ ge- 
ringen (aber konstanten) Entfernung zwischen der MeBelek- 
trode und der leitfahigen Masse stattfindet. Dadurch wird ei- 
nerseits eine recht hohe MeBgenauigkeit erreicht, anderer- 
seits sind die an die Umwelt abgegebenen elektromagneti- 
schen Stbrungen gering. 

Vorzugsweise wird die elektrische Spannung beruhrungs- 
los, insbesondere durch Influenz bzw. kapazitiv auf die 
zweite Elekt.rode mit. der aufgetragenen leitfahigen Masse 
ubertragen. Es ist also nicht notwendig, einen direkten elek- 
trischen Kontakt zu dem im Kartenkorper eingebauten Bau- 
teil herzustellen. 

Vorzugsweise wird die Auftragsmenge der aufgetragenen 
Masse in Abhangigkeil von der Aultragshohe geregelt. Im- 
mer dann also, wenn die Messung ergibt, daB die Hohe der 
aufgetragenen Masse im obercn Crenzbereich (mit Tendenz 
zu einer Uberhohung) licgt.. wird die Auftragsmenge der 
aufgetragenen Masse ein wenig verringert. 

Bei einer Vorrichtung zur Herstellung von Chipkarten 
dieser Art wird die genannic Aufgabe durch die Anbringung 
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folgender Einrichtungen geldst: 

Eine Einspannvorrichtung zum Einspannen eines Karten- 
korpers in einer definierten Position; 

eine MeBelektrode, deren Hohe relativ zur Einspannvonich- " 
tung definiert einstellbar und die in Richtung auf die zweite 5 
Kontaktflache mit auf dieser aufgetragenen leitfahigen 
Masse bewegbar ist; 

eine Spannungserzeugungseinrichtung zum Erzeugen einer 
elektrischen Spannung zwischen der MeBelektrode und der 
leitfahigen Masse; und 10 
eine Abtasteinrichtung zum Feststellen einer elektrischen 
Endadung zwischen der MeBelektrode und der leitfahigen 
Masse und zum Registrieren der Hohe der MeBelektrode re- 
lativ zur Einspannvorrichtung zum Zeitpunkt der elektri- 
schen Endadung. 15 

Die Spannungserzeugungseinrichtung umfaBt vorzugs- 
weise eine NF-Wechseispannungsquelle, die besonders ein- 
fach herzustellen bzw. auf dem Markt erhaltlich ist. Die er- 
zielbaren MeBsignale sind sehr storungsfrei. 

Die Spannungserzeugungseinrichtung umfaBt weiterhin 20 
vorzugsweise einen elektrisch leitenden Abschnitt der Ein- 
spannvorrichtung als Gegenpol zur MeBelektrode, wobei 
der elektrisch leitende Abschnitt in kapazitiver Kopplung zu 
einem elektrisch leitenden Abschnitt des zweiten Bauteils 
mindestens teilweise eng benachbart angeordnet ist. Die er- 25 
findungsgemaBe Vorrichtung eignet sich so also besonders 
gut zur Herstellung von kontakdosen Chipkarten, bei wel- 
chen das zweite Bauteil eine Antenne ist. 

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform umfaBt die Ab- 
tasteinrichtung ein MeBorgan, mittels dessen der Zusam- 30 
menbruch der elektrischen Spannung bei einer Endadung 
feststellbar ist. Dies kann zumBeispiel ein Ubertrager in der 
elektrischen Verbindungsleitung zwischen der Spannungs- 
quelle und der MeBelektrode oder auch ein direkter Span- 
nungsabgriff iiber einen Widerstand sein. Bei einer anderen 35 
bevorzugten Ausfuhrungsform der Erfindung umfaBt die 
Abtasteinrichtung eine elektrisch leitende Flache als MeB- 
elektrode, welche in kapazitiver Kopplung zu einem elek- 
trisch leitenden Abschnitt des zweiten Bauteils mindestens 
teilweise benachbart zu diesem angeordnet ist. Es entspricht 40 
diese Anordnung also der zuvor beschriebenen Anordnung, . 
bei welcher der Gegenpol der Spannungserzeugungseinrich- 
tung iiber eine kapazitive Kopplung sichergesteUt wird Vor- 
zugsweise wird hierbei die MeBelektrode in der Einspann- 
vorrichtung ausgebildet. Die MeBelektrode und der elek- 45 
trisch leitende Abschnitt der Einspannvorrichtung konnen 
entweder einander gegenuberliegend auf jeweils einer Seite . • 
des Kartenkorpers oder aber nebeneinanderhegend, jeweils 
einen Teil der Antenne bzw. des zweiten Bauteils uberdek- 
kend angeordnet sein. 50 

Die Abtastvorrichtung umfaBt vorzugsweise eine Signal- 
auswerleinrichtung, welche zur Abtastung eines Abfalls der 
Spannung zwischen der MeBelektrode und der zweiten Kon- 
taktflache ausgebildet ist. ■ 

Vorzugsweise weist die Abtasteinrichtung einen Steliaus- 55 
gang zum Ansteuern einer Auftragseinrichtung zum Auftra- 
gen der Masse auf die zweite Kontaktflache derart auf, daB 
die Auftragseinrichtung eine im wesentlichen konstante 
Menge der leitfahigen Masse zur Erzeugung einer vorbe- 
stimmien Auftragshbhe auf weist, die fur jede Karte gemes- 60 
sen und mil einer Soll-Hohe derart verglichen wird, daB das 
Vergleichsergebnis bzw. die sich ergebende Abweichung als 
Mellsignai fur die Auftragseinrichtung verwendbar ist. 

Bevorzugie Ausfuhrungsformen der Erfindung ergeben 
sich aus den Unteranspruchen. " 65 

Nachlolgend wird die Erfindung anhand von Ausfuh- 
rungsbeispieien unter Bezugnahme auf die beiliegende 
Zeichnung naher erlaut.ert. Hierbei zeigen 



Fig. 1 eine Draufsicht auf den hier interessierenden Teil 
emer vorbearbeiteten Chipkarte, 

Fig. 2 einen Schnitt entlang der Linie II-H aus Fig. 1, 
Fig. 3 eine Ansicht ahnlich der nach Fig. 2 mit aufgetra- 
gener leitfahiger Masse, 

Fig. 4 eine Ausschnittsdarstellung des Kontaktbereiches 
mit korrekt aufgetragener leitfahiger Masse, 

Fig. 5 eine Darstellung entsprechend der nach Fig. 4, j e - 
doch mit einer iibergroBen Menge leitfahiger Masse, 

Fig. 6 eine Darstellung entsprechend der nach Fig. 4 mit 
zuwenig aufgetragener leitfahiger Masse, 

Fig. 7 eine Darstellung des Kartenausschnitts nach Fig. 3 
in einer MeBvorrichtung, 

Fig. 8 ein Ersatzschaltbild einer MeBanordnung unter 
Verwendung der Anordnung nach Fig. 7, 

Fig. 9 eine andere Ausfuhrungsform der Erfindung in ei- 
ner Darstellung entsprechend der nach Fig. 7 und 

Fig. 10 ein Ersatzschaltbild entsprechend dem nach Fig. 8 
unter Verwendung der Ausfuhrungsform der Erfindunp nach 
Fig. 9. 

In der nachfolgenden Beschreibung werden fur gleiche 
und gleichwirkende Teile dieselben Bezugsziffern verwen- 
det. 

In Fig. 1 ist eine Draufsicht auf einen Teil eines Karten- 
korpers 10 gezeigt, wobei in die Kartenoberflache 13 (siehe 
Fjg. 2) eine Ausnehmung 11 eingefrastist, die einen tieferen 
Aufnahmeabschnitt fur die Aufnahme eines Chipmoduls 
und erne Auflageflache 12 umfaBt, auf welcher der Chipmo- 
dul mit seinem Kontaktrahmen festgeklebt wird. Im Karten- 
korper 10 ist in an sich bekannter Weise eine Antenne einge- 
bettet, deren Leiterbahn 21 in Fig. 1 mit einer unterbroche- 
nen Lime angedeutet ist. Die Leiterbahn 21 endet unterhalb 
der Auflageflache 12 mit einer Kontaktflache 20. Ein zwei- 
tes Ende der Antennenspule mit einer weiteren Kontaktfla- 
che ist ebenfaUs bis unter die Auflageflache 12 der in Fig 1 
gezeigten Kontaktflache 20 diagonal (relativ zur Ausneh- 
mung 11) gegenuberliegend vorgesehen, hier aber nichtna- 
her dargestellt. 

In die Auflageflache 12 sind im Bereich der Kontaktfla- 
chen 20 Bohrungen 15, 15' derart eingesenkt, daB die Kon- 
taktflachen 20, wie in Fig. 2 gezeigt, von oben her offen 
sind. 

Urn nun einen Chipmodul einzubauen und diesen mit sei-~7 
nen entsprechenden AnschluBkontakten mit der Kontaktfla- 
che 20 zu verbinden, wird bei der Herstellung der Chipkarte 
eine elektrisch leitfahige Masse, insbesondere ein leitfahiger 
Klebstoff in die Bohrung 15 derart eingebracht, daB sie die 
Bohrung 15 fullt und iiber die Auflageflache 12 hery pn^hH 
Die leitende Masse ist in Fig. 3 mit der Bezugsziffer 9 be- 
zeichnet. 

In Fig. 4 ist gezeigt, wie in etwa die Auftragsmenge der 
leitfahigen Masse 9 aussehen muB, damit beim Aufsetzen 
des Chipmoduls eine korrekte Kontaktierung und gleichzei- - 
uge Verklebung stattfindet. Wird zuviel an leitender 'Masse T 
bzw. Leitklebstoff aufgetragen, wie dies in Fig. 5 gezeigt. ist, • 
so kann er beim Fiigevorgang, also beim Implantieren des 
Chipmoduls, seitlich austreten und die Kartenoberflache 
verunreinigen. Es kann sogar zu Kurzschlussen kommenj 
wenn Chiprnodule verwendet werden, die auf der Unterseite 
einen Met.allring zur Bruchsicherung des Chipmoduls tragen 
und dieser in Beruhrung mit der leitfahigen Masse kommi 
Wenn wiederum die Aufixagsmenge zu gering isL, wie dies 
in Fig. 6 zu sehen ist, so konunt. entweder gar kein Konraki . 
zu den Kontaktflachen des Chipmoduls zust.ande oder aber 
die Verbindung ist mechanisch nichtst.abil genug. 

Ein zuverlassiges Krit.erium fur die Bestimmung der rich- 
tigen Menge an leitfahiger Masse ist deren Auftragshohe 
uber der Auflageflache 12 und damit. zur Karl enoberfl ache 
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13, da die Tiefe der Ausnehmung 11 reiativ zur Kartenober- 
flache 13 konstant (und bekannt) ist. 

Um nun die Auftragshohe der leitfahigen Masse 9 zu 
messen, wird der Kartenkorper 10 nach Aufbringung der 
leitfahigen Masse 9 auf die Kontaktflache 20 mit seiner Un- 5 
terseite 14 auf einen Hubstempel 34 gelegt, auf dessen 
Oberflache sich eine isolierte Signalelektrode 33 befindet, 
so daB die Signalelektrode 33 zwischen der Kartenunterseite 
14 und dem Hubstempel 34 zu liegen kommt. Der Hubstem- 
pel 34 wird - wie in Fig. 7 mit einem Pfeil angedeutet - mit- 10 
samt dem Kartenkorper 10 gegen eine Anlageflache 31 auf 
der Unterseite einer Referenzplatte 30 gedruckt, die aus Me- 
tall gefertigt ist: In diesem fixierten Zustand des Kartenkor- 
pers 10 wird eine MeBelektrode 35 durch eine die Ausneh- 
mung 11 im Kartenkorper 10 freilegende Ofrhuhg 32 der 15 
Referenzplatte 30 in Richtung auf die aufgetragene leitfa- 
hige Masse mittels eines MeBantriebs 36 mit einem An- 
triebsmotor M gefahren, wie dies mit einem Doppelpfeil in 
den Fig. 7 und 8 angedeutet ist. Die Position der Endflache 
der MeBelektrode 35, die der aufgetragenen Masse 9 gegen- 20 
uberliegt, wird nach Kalibrierung des MeBantriebs 36 iiber 
eine MeBleitung 40 einer Auswerteinrichtung 38 mitgeteilt. 

Die MeBelektrode 35 ist mit einer Ausgangsklemme einer 
NF-Spannungsquelle 37 mit einer Frequenz von vorzugs- 
weise 30- '40 kHz verbunden,. deren andere Ausgangs- 25 
klernme auf Masse liegt. Die Referenzplatte 30 liegt eben- 
falls auf Masse. Die Signalelektrode 33 ist bei der in Fig. 8 
gezeigten Ausfuhfungsform der MeBschaltung iiber einen 
Widerstand R auf Masse gelegt und mit dem Eingang eines 
MeBverstarkers V verbunden, dessen Ausgang iiber eine Si- 30 
gnalleitung 39 mit einem Eingang der Auswerteinrichtung 
38 verbunden ist. Die in Fig. 7 gezeigten Anschlusse A, B 
und C der MeBelektrode 35 bzw. der Referenzplatte 30 bzw. 
def Signalelektrode 33 sind in Fig. 8 in die Schaltung einge- 
zeichnet. Weiterhin ist in Fig. 8 angedeutet, daB die Kon- 35 
taktflache 20, welche, ja ein Ende der im Kartenkorper 10 
eingebauten Antenne darstellt, als Kondensatorplatte ver- 
standen werden kann, der einerseits die Referenzplatte 30 
und andererseits die Signalelektrode 33 gegenuberliegen. 
Dieses "Gegenuberliegen" muB nicht notwendigerweise so 40 
wie in Fig. 7 gezeigt zum einen von der Kartenoberflache 13 
und zum anderen von der Kartenunterseite 14 her gesche- 
hen, es kann vielmehr auch entsprechend der symbolischen 
Darstellung in Fig. 8 die Anordnung derart sein, daB sowohl 
die mit dem MeBverstarker V verbundene Signalelektrode 45 
33 als auch die mit Masse verbundene Referenzplatte 30 auf 
der selben Seite (Oberseite oder Unterseite) des Kartenkor- 
pers 10 angeordnet sind, jeweils aber einen Teil der im Kar- 
tenkorper 10 eingebauten Antennenflache uberdecken. 

Wenn nun die MeBelektrode 35 nahe genug an die elek- 50 
trisch leitende Masse 9 herangefahren wird, so kommt es 
aufgrund der durch Influenz bzw. kapazitive Kopplung ge- 
schehenen Aufladuhg der Anordnung zu einem Funkenuber- 
schlag bei jeder Halbwelle, der den Potentialunterschied 
zwischen der MeBelektrode 35 und der elektrisch ieitenden 55 
Masse 9 ausgleicht. Bei einer Amplitude von etwa 100 Volt 
findet ein Funkenuberschlag in einem Abstand von ca. 
100 um zwischen der MeBelektrode 35 und der elektrisch 
Ieitenden Masse 9 statt Bei einer Amplitude der Spannungs- 
quelle 37 von 10 Volt sind es nur noch ca. 10 um. Damit. ist 60 
also die erreichbare MeBgenauigkeit. (insbesondere bei nied- 
rigen Spannungen) sehr hoch. Wenn die Funkenent lacking 
stall findet, so wird auch der von der Signalelektrode 33 und 
der Antenne gebildete Kondensator en I laden, so daB durch 
den Widerstand R ein Sirom flieBl., der am Eingang des Vcr- 65 
siiirkers V tin pulslormige's Signal bildel. Die Ausweriein- 
richtiing 38 isi. nun derart ausgebildct, daB sie die Position 
der MeBclckiroric 35 zu dem Zciipunki fusthiill, zu welchcm 
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die erste Entladung stattfindet. Dieser Wert wird dann iiber 
einen Stellausgang 41 der Auswerteinrichtung 38 einer Be- 
dienungsperson angezeigt oder aber direkt zur Regelung der 
Menge an leitfahiger Masse verwendet, die von der im Pro- 
zeB vorhandenen Auftragseinrichtung abgegeben wird. 
Durch einen Vergleich mit einem Soli- Wert kann dann eine 
Regelung der Auftragsmenge derart durchgefuhrt werden, 
daB immer die in Fig. 4 gezeigte Auftragsmenge abgegeben 
wird. * 

Die in den Fig. 9 und 10 gezeigte Ausfuhrungsform der 
Erfindung unterscheidet sich von der soeben beschriebenen 
dadurch, daB keine Signalelektrode 33 vorgesehen ist, son- 
dern direkt der beim Funkenuberschlag flieBende Strom mit- 
tels eines MeBwiderstands RM in an sich bekannter Weise 
als Spannungsabfall vom MeBverstarker V abgetastet wird. 

Das hier gezeigte Verfahren bzw. die hier gezeigte Anord- 
nung ist immer dann anwendbar, wenn eine hinreichend 
groBe Leiterbahn im Kartenkorper eingebettet oder auf die- 
sen aufgelegt ist, so daB eine Aufladung durch Influenz bzw. 
kapazitive Kopplung bewerkstelligt werden kann. Insbeson- 
dere eignet sich das Verfahren aber dann, wenn in (oder auf) 
einen Kartenkorper Antennenspulen angeordnet sind und 
zwar sowohl gewickelte als auch gedruckte oder geatzte An- 
tennen, wie diese an sich bekannt sind. 

Bezugszeichenliste 

9 elektrisch leitende Masse 

10 Kartenkorper 
U Ausnehmung 

12 Aufiageflache 

13 Kartenoberflache 

14 Kartenunterseite 
15, 15' Bohrung 

20 zweite Kontaktflache 

21 Leiterbahn 

30 Referenzplatte 

31 Anlageflache 

32 Offnung 

33 Signalelektrode 

34 Hubstempel 

35 MeBelektrode 
36MeBantrieb 

37 Spannungsquelle 

38 Auswerteinrichtung 

39 Signalleitung 

40 MeBleitung 

41 Stellausgang 

Patentanspruche 

1 . Verfahren zur Herstellung von Chipkarten, bei wel- 
chern mindestens eine erste Kontaktflache eines ersten 
Bauteils wie eines Chipmoduls oder dergleichen mit 
mindestens einer zweiten Kontaktflache eines in oder 
auf einem Kartenkorper vorgesehenen zweiten Bauteils 
wie Antenne oder dergleichen iiber eine elektrisch leit- 
fahige Masse wie Leitklebstoff oder dergleichen ver- 
bunden wird, die mittels einer Dosiereinrichtung auf 
die zweite Kontaktflache aufgetragen wird, dadurch 
gekennzeichnet, daB eine MeBelektrode (35) im we- 
seni lichen senkrecht zum Kartenkorper (10), iiber der 
aufgetragenen Masse (9) positioniert wird, eine elektri- 
sche Spannung zwischen die zweite Kontaktflache 
(20). mil der ciufgelragencn elektrisch leitfahigen 
Masse und die MeUelekirode gelegt. wird, die MeBelek- 
trode in Richtung auf die aufgelragene elektrisch leitfu- 
hige Masse hewegl. wird, unci daB die HOhe der McB- 
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elektrode uber dem Kartenkbrper dann zur Messung ei- 
ner Auftragshbhe der elektrisch leitfahigen Masse rela- 
Liv zum Kartenkbrper besiimmt wird, wenn eine Enda- 
dung der elektrischen Spannung in einem Gasraum 
zwischem der MeBelektrode und der elektxisch leitfahi- 5 
gen Masse stattfindet. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die elekLrische Spannung eine Wechselspan- 
nung, vorzugsweise eine NF-Wechselspannung ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- lb 
net, daJ3 die Wechselspannung eine Frequenz von unter 
100 kHz, vorzugsweise 20-30 kHz aufweist. 

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeich net, daB die elektrische Span- 
nung beruhrungslos, insbesondere durch kapazitive 15 
Kopplung auf die zweite Elektrode mit der aufgetrage- 
nen elektrisch leitfahigen Masse ubertragen wird. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Auftragsmenge 
der aufgetragenen elektrisch leitfahigen Masse in Ab- 20 
hangigkeit von der Auf trags hone geregelt wird. 

6. Vorrichtung zur Herstellung von Chipkarten, wobei 
mindestens eine erste Kontaktflache eines ersten Bau- 
teils wie die eines Chipmoduls oder dergleichen mit 
rnindestens einer zweiten Kontaktflache eines in oder 25 
auf einem Kartenkbrper vorgesehenen zweiten Bauteils 
wie Antenhe oder dergleichen uber eine elektrisch leit- 
fahige Masse wie LeitklebstofF oder dergleichen ver- 
bunden wird, die mittels einer Dosiereinrichtung auf 
die zweite Kontaktflache aufgetragen wird, umfassend 30 

- eine Einspannvorrichtung (30, 34) zum Ein- 
spannen eines Kartenkbrpers (10) in einer defi- 
nierten Position; 

- eine MeBelektrode (35), deren Hbhe relativ zur 
Einspannvorrichtung (30, 34) definiert einstellbar 35 
(MeBantrieb 36, M) und die in Richtung auf. die 
zweite Kontaktflache (20) mit auf dieser aufgetra- 
genen elektrisch leitfahigen Masse (9) bewegbar 
ist; 

- eine Spannungserzeugungseinrichtung (30, 37) 40 
zum Erzeugen einer elektrischen Spannung zwi- 
schen der MeBelektrode (35) und der Masse (9); 

- eine Abtasteinrichtung (33, R, V, 38; RM) zum 
Feststellen einer elektrischen Entladun& zwischen 
der MeBelektrode (35) und der elektrisch leitfahi- 45. 
gen Masse (9) und zum Registrieren der Hbhe der ' 
MeBelektrode (35) relativ zur Einspannvorrich- 
tung zum Zeitpunkt der elektrischen Entladung. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Spannungserzeugungseinrichtung 50 
eine Wechselspannungsquelle (37), vorzugsweise eine 
NF- Wechselspannungsquelle umfaBt. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet; daB die Wechselspannungsquelle eine Fre- 
quenz von unter 100 kHz, vorzugsweise 20-30 kHz 55 
aufweist. 

9. Vorrichtung nach einein der Anspriiche 6 bis 8, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Spannungserzeugungs- 
einrichtung einen elektrisch leitenden Abschnitt (31) 
der Einspannvorrichtung (30, 34) als Gegenpol zur 60 
MeBelektrode (35) umfaBt, wobei der elektrisch lei- 
tende Abschniit. (31) in kapazitiver Kopplung einein 
elektrisch leitenden Abschnitt des zweiten Bauteils 
mindestens teilweise benachbart angeordnet ist. 

10. Vorrichtung nach einem der AnsprLiche 6 bis 9. da- 65 
durch gekennzeichnet, daB die Abtasteinrichtung eine 
elektrisch leitende Flache als MeBelektrode (35) um- 
faBt, we I che in ka'pazi liver Kopplung zu einein elek- 



trisch leitenden Abschnitt des zweiten Bauteils minde- 
stens teilweise benachbart angeordnet ist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10,. dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die MeBelektrode (35) in der Einspann- 
vorrichtung (30, 34) ausgebildet ist. 

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Abtasteinrichtung 
eine Signalauswerteinrichtung (V, 38) umfaBt, welche 
zur Abtastung eines Abf aliens der Spannung zwischen 
der MeBelektrode (35) und der zweiten Kontaktflache 
(20) ausgebildet ist. 

13. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 6 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Abtasteinrichtung 
(38) einen Stellausgang (41) zum Ansteuem einer Auf- 
tragseinrichtung zum Auftragen der elektrisch leitfahi- 
gen Masse (9) auf die zweite Kontaktflache (20) derart 
aufweist, daB eine im wesentlichen konstante Menge 
der elektrisch leitfahigen Masse (9) zur Erzeugung ei- 
ner vorbestimmten Auftragshbhe auftragbar ist. 
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